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Abstract (en)
The circuit board contacting device uses a plug-in connector (6), provided with spring contacts (9) in correspondence with the circuit board contact
pads (4a,..), extending in one or more rows, with retaining elements (14) securing the plug-in connector in position on the surface of the circuit board
provided by the plug-in connector housing, or by fixing blocks (12) mounted on the circuit board, e.g. at opposite ends of the contact pad row(s). An
independent claim for a method for contacting a circuit board using a plug-in connector is also included.

Abstract (de)
Eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Kontaktieren einer Leiterplatte (1) mittels eines Steckverbinders, wobei die Leiterplatte (1) Kontaktpads
(4a,...) aufweist und der Steckverbinder (6) korrespondierende Kontakte (9a, ...), zeichnen sich dadurch aus, dass die Kontakte (9a,..) des
Steckverbinders als federnde Kontakte (9a, ...) ausgelegt sind und dass der Steckverbinder (6) derart an der Leiterplatte (1) durch eine reine
Aufrastbewegung festlegbar ist, dass seine federnden Kontakte (9a,...) mit federnder Vorspannung die Kontaktpads (4a, ...) der Leiterplatte (1)
kontaktieren (Fig. 2) <IMAGE>
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